
제 39 회 하계학술대회 초록집 137

P2-P018

전기장 시물레이션을 이용한 플라즈마밀도에 관한연구
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  현재 반도체의 공정 중 80% 이상이 플라즈마를 사용하는 공정이며 태양전지나 디스플레이의 

공정에서 플라즈마를 이용하는 공정이 점차 증가하고 있다. 따라서 공정의 재현성과 안정성의 

향상에 대한 요구도 증가하고 있다. 이러한 요구들을 달성하기 위하여 공정에 직접 이용되고 

있는 플라즈마의 특성을 파악하는 것은 필수적인 요소이다. 
본 연구에서는 전기장 시물레이션을 사용하여 플라즈마 밀도(Plasma density)를 계산하였다. 그

리고 실제 반도체 식각 공정에 사용되고 있는 플라즈마 밀도를 량뮤어 프로브로 측정하여 시물

레이션 값과 비교하여 최적의 공정조건을 찾아보았다. 


